VYROBA DPS

Zaklady oprav soucastek
na deskach ploSnych spojii

V pribéhu celého technologického pro-
cesu osazovani desek plosnych spojl
se mohou objevit vyrobni chyby, které
je nutno opravit — chyby péjeni, osaze-
ni soucastek atd. Chyby mohou vznik-
nout i elektrickou zdvadou dané soucést-
ky. V obou piipadech je nutné zavadu
odstranit. S nastupem SMD pouzder po-
chopitelné narostla i riznorodost oprav,
ale i jejich naro€nost. Dnes se jiz v zad-
ném piipadé nevystaci s béZnym péje-
dlem a ru¢ni odsavackou. Pro SMT tech-
nologie se doporucuje cely komplex za-
fizeni, ktery zvladne jednotlivé operace.

Strategie pii opravach v SMT

Vzhledem ke specifikaci technologie po-

vrchové montovanych soucastek je tfeba

vénovat vice pozornosti:

— Rychlosti zahfivani opravované sou-
castky,

— Vyrovnani soucastky po osazeni,

— Zabranéni poskozeni vyvodl sou-
castky.

Stejné jako v celé technologii, i v tomto
ptipadé, je otdzka volby spravného po-
stupu rozhodujici pro dosahovani trvale
dobrych vysledki a kvality.

Rychlost zahrivdni.

Béhem vyjimani a vymény soucast-
ky je nutno fidit rychlost zahiivani. Za-
hiivani pfesahujici hodnotu 4 az 5 °C za
sekundu zvySuje pravdépodobnost po-
Skozeni soucastky v disledku rtznych
soucinitelll tepelné roztaznosti materia-
It soucastky. Rychlé zahiivani téZ pod-
poruje delaminaci desky ploSnych spojl
— teprve fizeni zahfivani brani rychlému
uniku tékavych latek z rozpoustédel tavi-
dla, jeZ miZe vést ke vzniku kulicek paj-
ky pii sestavovani pdjeci pasty.

Vyrovndni soucdstek.

Schopnost zafizeni opakované a pres-
né osazovat SMD v dané toleranci. Exis-
tuji tfi skupiny pro vyjimani nebo osazo-
vani soucéstek:

— Nastroje, které je mozno pouZzivat pou-
ze k vyjimani soucastky, nikoliv k osa-
zovani.

— Naéstroje a zafizeni pro vyjimani a osa-
zovani soucastek.

— Zaftizeni pro vyjimani a osazovani sou-
castek véetné SMD pouzder s malou
rozte¢i a vyvodu.

Poskozent pdjecich ploSek a vyvodii.

K poskozeni plosek a vyvodi muzZe
dojit zpravidla v diisledku neopatrnosti
pracovnika pouZivajictho ru¢ni nastroje
pfi opravach, pfipadné pouzitim nevhod-
ného nastroje.

NeiobvyklejSi zavady

Vady je mozno délit podle operaci, pfi
nichZ mohou vzniknout.
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ho vzduchu. Princip je zndzornén na
obr. 1.

Sdlavym teplem — infracervenym zdre-
nim. V tomto pfipadé¢ jde o zafizeni, sil-
né topné zafice, které vyzatuji velmi sta-
bilni salavé teplo. Princip zafizeni toho-
to typu je na obr. 2.

Vyimuti a osazeni SMD

Cipové rezistory/kondenzdtory se obvyk-
le odstraiiuji a nahrazuji novymi vzhle-
dem k jejich nizké cené. V tomto piipa-
dé je mozné pouzit postupu, kdy se sou-
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Nastroje pro opravy ¢astka vyjme pomoci kontaktniho topné-

Pokud jde o ,.idedlni* nastroje pro opra-
vy desek se SMD, neexistuji zadné vse-
obecné platné zasady. Vybér nastroji je
uréovan pouzdrem soucastky a konfigu-
raci desky s ploSnymi spoji.

Ldroje tepelné energie — metody
ohievu vyvodii a pajecich plosek

Kontaktni zdroj tepla. Znamy zplsob
béZzného pijedla s pajecim hrotem. Hrot
muZe byt vhodné upraven.

Rizeny proud horkého vzduchu. Za-
fizeni poskytujici fizeny proud horké-

ho zafizeni, tj. ru¢nim vyhiivanym kon-
taktnim ndstrojem, stard pajka se odstra-
ni pomoci odpéjeciho knotu a pajedla ne-
bo vyhfivanym odpdjecim hrotem. Nova
soucastka se poloZzi zpét pomoci vakuové
pipety nebo pinzety a zapdji se béZnym
pajedlem s ostfej$im hrotem. Nektefi vy-
robci doporucuji zapdjeni horkovzdus-
nym nastavcem, kde pfi pretaveni hor-
kym vzduchem dochazi k pomalejSimu
zvySovani teploty nez pii pouziti pajedla.

K vyjmuti velkych pouzder PLCC nebo
QFP je mozné pouzit jak kontaktni me-
todu, tak zdroje tepelné energie. V prvém
ptipadé pro odpijeni obvodu PLCC ne-



bo QFP je tfeba pouzit pfislu$ny nastavec,
ktery odpovida rozmériim pouzdra obvo-
du. Vyvody obvodu je nutné prolit pajkou
a nanést velké mnozstvi pajky na kontakt-
ni nastroj. Vyhtaty kontaktni nastroj se
poté pfiloZi na vyvody pouzdra, pouzdro
se uchopi a sejme. Tato ¢innost vyzadu-

LCCC (bezvyvodovy keramicky no-
si¢ Cipu) je pouzdro, k jehoZ vyjmu-
ti je zapotfebi nuceného proudu vzdu-
chu, nebot zde nejsou vyvody, které by
vedly teplo. Keramické pouzdro je citli-
vé na rychly ohtev. Po vyjmuti soucastky
je nutno z péajecich plosek odstranit paj-
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vit misto pro novou soucastku, tj. odstra-
nit zbytky pajky a tavidla. Na spodni stra-
nu BGA se nanese péjeci pasta — jsou dva
zpusoby. Prvni je, Ze se soucastka obrati,
vloZi do ptipravku a pomoci Sablony na-
nese stérkou pajeci pasta. Druhy zpisob —
pasta se nanese na DPS tzv. mikrosablo-
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Obr. 1 Odpajeni a zapajeni pomoci
konvekéniho zdroje teplého vzdu-
chu. Podle typu pouzdra obvodu
je volen druh trysky.
Vzduch je ostien pouze na vjyvody

je urcitou zrucnost a zkuSenost. Kontakt-
ni topna zafizeni v§ak mohou pfi neopatr-
ném zachazeni poskodit vyvody pfiliSnym
mechanickym naméhanim a mohou mit za
nésledek odtrZeni pajecich plosek, coz vy-
Zaduje dalsi nepfijemnou opravu.

Pti osazeni SMD se vystadi s béZnym
pajedlem se specidlnim pajecim hrotem
ve tvaru noze za soucasného pridavani
trubickové péjky. PoZadovanym vysled-
kem je vyvzlinana péjka. V tomto piipa-
dé neni nutné pouZiti tavidla, nebot pa-
jeci trubicka tavidlo jiZ obsahuje. Dru-
hou méné pracnou moznosti je vyvody
poloZeného obvodu potfit tavidlem, kte-
ré usnadni a zkvalitni vysledny spoj. Je
potieba vétsiho mnoZstvi tavidla, aby se
usnadnilo vzlinani roztavené pajky. Me-
zi ploSky a vyvody pouzdra se poloZi tru-
bickova pajka a hrotem ve tvaru noZe se
pohybem napfi¢ paji vyvody. Pajka jiz
sama na vyvody vyvzlina.

Odpéjeni a zapajeni pomoci kon-
vekéniho zdroje teplého vzduchu (fize-
ny proud horkého vzduchu). Podle ty-
pu pouzdra obvodu je volen druh trysky.
Vzduch je ostfen pouze na vyvody. Osa-
zeni SMD lze provést i pajecim hrotem —
tzv. minivlnou, tento hrot ma tvar jamky.
Obvod se poloZzi na péajeci plosky, nanese
tavidlo, minivlnu naplnime pajkou a po-
hybem napfic¢ se péji jednotlivé vyvody.
S velkym tuspéchem lze tento hrot pou-
zit pro QFP, pro vyvody PLCC je tfeba
vice zru¢nosti.

Doporucené metody zapajeni a odpajeni
Doporucené metody zapajeni -
WLt a odpajeni [osazeni a vyimuti) e
Péjedlo
¢ip Vlyhtivany kontaktni ndstroj
Qstreny horky vzduch
solC Vlyhfivany kontaktni ndstroj Péjedlo
Ostreny horky vzduch Neostreny horky vzduch
. , Vlyhtivany kontaktni nastroj
PLCC Qstreny horky vzduch Neostreny horky vzduch
. , Vyhtivany kontaktni nastroj
QFP Qstreny horky vzduch Neostieny horky vzduch
LCCC Ostreny horky vzduch Neostreny horky vzduch
BGA Ostreny horky vzduch

ku pomoci knotu nebo spajeciho nastro-

je (odsavacky), nanést novou pastu dav-

kovacem a horkym vzduchem pfetavit.
Oprava pouzder BGA je podstatné

Obr. 2 Schematicky obrazek
funkce opravarenského
pracovisté s infracervenym
ohievem (salavym teplem)

davkem pfi vyjimani BGA je prostiedi
s fizenou teplotou a konvencni zdroj tep-
la. Horkovzdusny néstroj musi byt vyba-
ven fizenym termoc¢ldnkem s uzavienou
smyc¢kou umoziujici pracovnikovi nasta-
vit teplotu vzduchu, procesnimi hodinami
umoziujicimi opakovatelnost, vakuovou
pipetou a zaostfenymi konvekénimi pieta-
hovacimi tryskami, jeZ odpovidaji rozmé-
ram pouzder. Vyjmuti soucastky se prova-
di stejnym zptsobem jako u QFP a PLCC.
Po vyjmuti soucastky je nutné pripra-

nou, kterd umoZiluje naneseni pasty pou-
ze na lokalné pajené misto. Nejobtizné;si
¢asti vymény BGA je vyrovnani soucast-
ky. Je nutné pouzit vizualni osazovaci sys-
témy, jeZ by byly schopny vidét soucasné
péjeci misto DPS a spodek BGA, umoz-
novat nastavovani osy X,Y a theta, umistit
vyrovnané BGA na pole ploSek. Pro pte-
taveni je naprostou nezbytnosti fizeni tep-
loty. Je tfeba vychazet z idaji doporuce-
nych vyrobcem BGA pro stanoveni poZa-
dovanych parametrQ pietaveni pfi prova-
déni oprav. Idedlnim zplsobem je fizeni
celého pretavovaciho procesu pocitatem
podle pfesné pretavovaci kiivky. Posled-
nim krokem je kontrola zapéjeni. V sou-
Casné dobé¢ je moznosti bud rentgen nebo
specialné vyvinuté optické systémy (napf.
Flexia), které tzv. vidi pod BGA.

Dalsi moZnosti pro opravy je opra-
véarenské pracovisté pracujici na prin-
cipu IR ohfevu (silavé teplo) bez vlivu
na soucastky, na kterém je mozné po-
moci vhodnych dopliiki provést opra-
vy naro¢nych aplikaci. Sestava obsahu-
je programovatelny spodni a horni pre-
dehfev a chladici ventilator. Cely proces
je mozno fidit PC. Na sestavé je moz-
né provadét i reballing BGA. Vhodné
pro naro¢né technologie a pro jedno-
duchou a snadnou vyménu IO. Zaftize-
ni s IR ohfevem se s tispéchem pouZiva-
ji pfi opravach mobilnich telefont, her-
nich konzoli a PC.
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